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(57) Abstract: The invcniu>n rolalcs lo a .sensor system ennsisiini! oj a ihin-lilni sensor ( 1 ) pn>vided wiih at least one contact area 
(I.I a, 1.1 h) on Ihe surface (Z» thereof, and a primed circuit boaal (2) provided wiih al least one contact pad (2.1 a. 2.1 b) on the 
surlace (A» iheret)f. The thin-tllm sensor ( I Ms arranged in relation U) the surface ( A) of the primed circuit board (2) such iliai ihc 
surlace (Z> of the Ihin-tilm sensor ( I ) oppo.ses the surface (A) of the primed circuit board (2). In order to transmit sensor currents 
from the thin-lllm sensor ( I ) to the printed circuit hoard (2). a conductive iiluc (}) adhercs lo both the contact area ( 1. 1 a. 1 .1 b) of 
the thin-film sensor (1 ) and to the contact pad (2.1 a. 2.1 b) on the surface ( An>f the printed circuit board (2). The invention also 
relates to a method for producing one such sensor system. 
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'/Mr Erkliirunvi tier ZweihtichsialM'n- Codes uttJ dr.r iinderen Ab- 
kiirzuniien wird auf die Hrkldruitiirti ("Guidiim e Notes C»- 
des and AhhrevUitions'*) am Anfantijeder rriitdiirrn Ausjiahe drr 
. l*Ct'-Gaz.ette verwirsen. 



(57) Zusaminonnis.sun^: Die lirllndung bcirilTi cin Scnsorsysicm, welches aus eincm Dunnschichisensor (1 ) mil mindesicns cincr 
Konlaklicmngsniiche (I.I a, 1.1 b) an dcsscn Obertlachc (Z) und cincr Leiicrplaitc (2) mil mindcstcns cinem Konlaklpad (2.1 a, 
2.1 b) auf dcrcn Oberflache ( A ) bcslehl. Dabci isi dcr Ounn.schichl.sensor ( I ) bczutilich der ObcrnUche (A) der Leiicrplaitc (2) so 
plal/icrl. dass die Obcrfliichc (Z) des DunnschtchLscn.sors ( 1 ) dcr Obornachc ( A) der Lcilorplalte (2) abgcwandl isi. Zum Ubcriragcn 
vow Sensors! romcn vom Dunn.schichi.scnsor ( 1 ) aufdic Leiicrplalic (2) haflci cin Lciikleber O) sovvohl an der Kontakltcrunesllachc 
(1.1 a. 1.1 b) dcs Dunnschichl.scnsors ( I ) als auch am Konlaklpad (2.1 a, 2.1 b) auf der Obertlachc (A) der Leiierplallc (2). Die 
lirnndung umfassi wcilcrhin cin Verlahrcn /.ur I lersiclluni; eines derariiiien Scnsorsysiems. 



